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(54) Bezeichnung: MEHRSCHICHTKONDENSATOR

(57) Zusammenfassung: Ein Mehrschichtkondensator bein-
haltet ein Laminat, das eine erste Seitenflache und eine
zweite Seitenflache aufweist, einen ersten seitlichen Bede-
ckungsabschnitt, der die erste Seitenflache bedeckt, und
einen zweiten seitlichen Bedeckungsabschnitt, der die
zweite Seitenflache bedeckt. Das Laminat beinhaltet erste
Leiterschichten, zweite Leiterschichten, dielektrische
Schichten und isolierende Schichten, die in der z-Richtung
Ubereinander laminiert sind. Jede erste Leiterschicht ist mit
dem ersten seitlichen Bedeckungsabschnitt verbunden und
von dem zweiten seitlichen Bedeckungsabschnitt beabstan-
det. Jede zweite Leiterschicht ist mit dem zweiten seitlichen
Bedeckungsabschnitt verbunden und von dem ersten seitli-
chen Bedeckungsabschnitt beabstandet. Die isolierenden
Schichten haben eine niedrigere dielektrische Festigkeit als
die dielektrischen Schichten. Jede dielektrische Schicht ist
sandwich-artig zwischen einer ersten Leiterschicht und
einer zweiten Leiterschicht aufgenommen. Die isolierenden
Schichten beinhalten eine, die zwischen zwei ersten Leiter-
schichten sandwich-artig aufgenommen ist, und eine, die
zwischen zwei zweiten Leiterschichten sandwich-artig auf-
genommen ist.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Mehrschichtkondensator.

STAND DER TECHNIK

[0002] Elektronikschaltungen von Leistungswand-
lungsbauteilen (zum Beispiel Invertern), die in Fahr-
zeuge, industrielle Maschinen etc. eingebaut sind,
sind allgemein bekannt. In derartigen elektronischen
Schaltungen kénnen Kondensatoren verwendet wer-
den, um eine Spannung zu glatten, um ein Beispiel
zu nennen. Ein herkdmmlicher Mehrschichtkonden-
sator ist offenbart in dem Patentdokument 1. Der
Mehrschichtkondensator, der in dem Patentdoku-
ment 1 offenbart ist, weist eine Vielzahl von ersten
internen Elektroden, eine Vielzahl von zweiten inter-
nen Elektroden, eine Vielzahl von dielektrischen Fil-
men, eine Vielzahl von Isolatoren und ein Paar von
externen Elektroden auf. Die ersten internen Elektro-
den und die zweiten internen Elektroden sind Metall-
filme. Die ersten internen Elektroden sind miteinan-
der verbunden, und zwar mit einer der externen
Elektroden, und die zweiten internen Elektroden
sind miteinander verbunden, und zwar mit der ande-
ren der externen Elektroden. Die ersten internen
Elektroden und die zweiten internen Elektroden
haben zueinander entgegengesetzte Polaritaten,
wenn der Mehrschichtkondensator mit Energie ver-
sorgt wird. Jeder isolierende Film kann ein Kunst-
stoffpolymerfilm sein, wie ein Polychlortrifluorethy-
lenfilm, um ein Beispiel zu nennen. Bei diesem
Mehrschichtkondensator sind eine Vielzahl von
Laminaten Ubereinander gestapelt bzw. laminiert,
die jeweils einen isolierenden Film, eine erste interne
Elektrode, einen dielektrischen Film und eine zweite
interne Elektrode haben, die in dieser Reihenfolge
Ubereinander laminiert sind. Demzufolge ist jeder
isolierende Film sandwichartig zwischen einer ersten
internen Elektrode und einer zweiten internen Elekt-
rode aufgenommen, so dass die Elektroden vonei-
nander isoliert sind.

TECHNISCHE REFERENZ
PATENTDOKUMENT
[0003] Patentdokument 1: JP-A-08-97078
UBERBLICK UBER DIE ERFINDUNG
Von der Erfindung zu I6sende Probleme
[0004] Bei dem Mehrschichtkondensator, derin dem
Patentdokument 1 offenbart ist, wird dann, wenn eine

Potentialdifferenz zwischen den ersten inneren
Elektroden und den zweiten inneren Elektroden
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erzeugt wird, eine Spannung nicht nur an die dielekt-
rischen Schichten angelegt, sondern auch an die iso-
lierenden Filme. Demzufolge ist die dielektrische
Festigkeit (,dielectric strength“) dieses Mehrschicht-
kondensators auf die dielektrische Festigkeit der
dielektrischen Schichten oder auf die dielektrische
Festigkeit der isolierenden Filme beschrankt, und
zwar auf die niedrigere hiervon. Insbesondere dann,
wenn die dielektrische Festigkeit der isolierenden
Filme niedriger ist als jene der dielektrischen Schich-
ten, nimmt die dielektrische Festigkeit des Mehr-
schichtkondensators ab.

[0005] Im Hinblick auf die obigen Gegebenheiten ist
es eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung,
einen Mehrschichtkondensator anzugeben, der
dazu in der Lage ist, die Reduktion der dielektrischen
Festigkeit zu verhindern.

Mittel zum Losen des Problems

[0006] Ein Mehrschichtkondensator, der gemaf der
vorliegenden Offenbarung bereitgestellt wird, bein-
haltet ein Laminat mit einer Vorderflache und einer
Ruckflache, die in einer ersten Richtung voneinander
weg weisen, und ferner mit einer ersten Seitenflache
und einer zweiten Seitenflache, die in einer zweiten
Richtung, die orthogonal ist zu der ersten Richtung,
voneinander weg weisen; eine erste Seitenelektrode,
die die erste Seitenflache bedeckt; und eine zweite
Seitenelektrode, die die zweite Seitenflache bedeckt.
Das Laminat beinhaltet eine Vielzahl von Leiter-
schichten bzw. leitfahigen Schichten, eine Vielzahl
von dielektrischen Schichten und eine Vielzahl von
isolierenden Schichten, wobei alle diese Schichten
in der ersten Richtung Ubereinander laminiert sind.
Die Vielzahl von Leiterschichten beinhalten erste
und zweite Leiterschichten, die in der ersten Rich-
tung voneinander beabstandet sind. Jede erste Lei-
terschicht ist mit der ersten Seitenelektrode verbun-
den und ist von der zweiten Seitenelekirode
beabstandet. Jede zweite Leiterschicht ist mit der
zweiten Seitenelektrode verbunden und von der ers-
ten Seitenelektrode beabstandet. Die Vielzahl von
isolierenden Schichten haben eine niedrigere
dielektrische Festigkeit (,dielectric strength®) als die
Vielzahl von dielektrischen Schichten. Jede dielekt-
rische Schicht ist sandwich-artig zwischen einer von
den ersten Leiterschichten und einer von den zwei-
ten Leiterschichten aufgenommen. Die Vielzahl von
isolierenden Schichten beinhalten eine, die sand-
wich-artig zwischen zwei der ersten Leiterschichten
aufgenommen ist, die zwischen zwei der dielektri-
schen Schichten liegen, die in der ersten Richtung
benachbart zueinander sind, wahrend sie auch eine
beinhalten, die sandwich-artig zwischen zwei der
zweiten Leiterschichten aufgenommen sind, die zwi-
schen zwei der dielektrischen Schichten liegen, die in
der ersten Richtung benachbart zueinander sind.
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[0007] Vorzugsweise steht jede der Vielzahl von
dielektrischen Schichten in Kontakt mit der ersten
Seitenelektrode und der zweiten Seitenelektrode.

[0008] Vorzugsweise ist jede der Vielzahl von
dielektrischen Schichten ausgehend von einem
Rand zu dem anderen Rand des Laminats in einer
dritten Richtung kontinuierlich bzw. durchgehend
ausgebildet, die orthogonal ist zu der ersten Richtung
und zu der zweiten Richtung.

[0009] Vorzugsweise ist ein zusatzlicher Isolator in
der zweiten Richtung zwischen den ersten Leiter-
schichten und der zweiten Seitenelektrode vorgese-
hen, wobei der zuséatzliche Isolator und die Vielzahl
von isolierenden Schichten aus dem gleichen Mate-
rial bzw. demselben Material hergestellt sind.

[0010] Vorzugsweise ist ein weiterer zusatzlicher
Isolator in der zweiten Richtung zwischen den zwei-
ten Leiterschichten und der ersten Seitenelektrode
vorgesehen, wobei der weitere zusatzliche Isolator
und die Vielzahl von isolierenden Schichten aus
dem gleichen bzw. demselben Material hergestellt
sind.

Vorteile der Erfindung

[0011] Ein Mehrschichtkondensator gemaf der vor-
liegenden Offenbarung kann eine Verringerung der
dielektrischen Festigkeit verhindern.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Mehrschichtkondensators gemaf einer ersten
Ausfihrungsform;

Fig. 2 ist eine Draufsicht des Mehrschichtkon-
densators gemal der ersten Ausfiihrungsform;

Fig. 3 ist eine Bodenansicht des Mehrschicht-
kondensators gemafy der ersten Ausfiihrungs-
form;

Fig. 4 ist eine Vorderansicht des Mehrschicht-
kondensators gemafy der ersten Ausflihrungs-
form;

Fig. 5 ist eine Rickansicht des Mehrschichtkon-
densators gemal der ersten Ausfuhrungsform;

Fig. 6 ist eine linksseitige Ansicht des Mehr-
schichtkondensators gemafl der ersten Aus-
fuhrungsform;

Fig. 7 ist eine rechtsseitige Ansicht des Mehr-
schichtkondensators gemal® der ersten Aus-
fihrungsform;

Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht entlang einer
Linie VIII-VIII in Fig. 2;
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Fig. 9 ist eine Draufsicht, die eine erste Leiter-
schicht gemal der ersten Ausfuhrungsform
zeigt;

Fig. 10 ist eine Draufsicht, die eine dielektrische
Schicht gemall der ersten Ausfihrungsform
zeigt;

Fig. 11 ist eine Draufsicht, die eine zweite Lei-
terschicht gemafl der ersten Ausflihrungsform
zeigt;

Fig. 12 ist eine Draufsicht, die eine isolierende
Schicht gemall der ersten Ausfiihrungsform
zeigt;

Fig. 13 ist eine perspektivische Ansicht eines
Mehrschichtkondensators gemal einer zweiten
Ausfihrungsform;

Fig. 14 ist eine Draufsicht des Mehrschichtkon-
densators gemaly der zweiten Ausfihrungs-
form;

Fig. 15 ist eine Bodenansicht des Mehrschicht-
kondensators geman der zweiten Ausfihrungs-
form;

Fig. 16 ist eine Vorderansicht des Mehrschicht-
kondensators gemanR der zweiten Ausfihrungs-
form;

Fig. 17 ist eine Ruckansicht des Mehrschicht-
kondensators geman der zweiten Ausfiihrungs-
form;

Fig. 18 ist eine linksseitige Ansicht des Mehr-
schichtkondensators gemaf der zweiten Aus-
fihrungsform;

Fig. 19 ist eine rechtsseitige Ansicht des Mehr-
schichtkondensators gemaf der zweiten Aus-
fihrungsform;

Fig. 20 ist eine Schnittansicht entlang einer
Linie XX-XX in Fig. 14;

Fig. 21 ist eine Draufsicht, die eine erste Leiter-
schicht gemal der zweiten Ausfuhrungsform
zeigt;

Fig. 22 ist eine Draufsicht, die eine dielektrische
Schicht gemaly der zweiten Ausfuhrungsform
zeigt;

Fig. 23 ist eine Draufsicht, die eine zweite Lei-
terschicht gemaf der zweiten Ausfiihrungsform
zeigt; und

Fig. 24 ist eine Draufsicht, die eine isolierende
Schicht gemafly der zweiten Ausfiihrungsform
zeigt.
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AUSFUHRUNGSFORM ZUM AUSFUHREN DER
ERFINDUNG

[0012] Bevorzugte Ausfihrungsformen des Mehr-
schichtkondensators gemaf der vorliegenden Offen-
barung werden nachstehend unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben. In der nachstehenden
Beschreibung sind identische oder ahnliche Ele-
mente mit den gleichen Bezugszeichen versehen,
und eine Erlauterung derartiger Elemente wird weg-
gelassen.

<Erste Ausflihrungsform>

[0013] Die Fig. 1 bis Fig. 12 zeigen einen Mehr-
schichtkondensator A1 gemalR einer ersten Ausflih-
rungsform. Der Mehrschichtkondensator A1 hat ein
Laminat 1 und ein Paar von externen Elektroden 61
und 62. Das Laminat 1 beinhaltet eine Vielzahl von
ersten Leiterschichten 2, eine Vielzahl von zweiten
Leiterschichten 3, eine Vielzahl von dielektrischen
Schichten 4 und eine Vielzahl von isolierenden
Schichten 5.

[0014] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht des
Mehrschichtkondensators A1. Fig. 2 ist eine Drauf-
sicht des Mehrschichtkondensators A1. Fig. 3 ist
eine Bodenansicht des Mehrschichtkondensators
A1. Fig. 4 ist eine Vorderansicht des Mehrschicht-
kondensators A1. Fig. 5 ist eine Riuckansicht des
Mehrschichtkondensators A1. Fig. 6 ist eine linkssei-
tige Ansicht des Mehrschichtkondensators A1. Fig. 7
ist eine rechtsseitige Ansicht des Mehrschichtkon-
densators A1. Fig. 8 ist eine Schnittansicht entlang
einer Linie VIII-VIIl in Fig. 2. Fig. 9 ist eine Draufsicht,
die eine jeweilige erste Leiterschicht 2 zeigt. Fig. 10
ist eine Draufsicht, die eine jeweilige dielektrische
Schicht 4 zeigt. Fig. 11 ist eine Draufsicht, die eine
jeweilige zweite Leiterschicht 3 zeigt. Fig. 12 ist eine
Draufsicht, die eine jeweilige isolierende Schicht 5
zeigt.

[0015] Aus Griinden einer zweckmaBigen Darstel-
lung bzw. Erlauterung werden drei zueinander ortho-
gonale Richtungen als eine x-Richtung, eine y-Rich-
tung bzw. eine z-Richtung bezeichnet. Die z-
Richtung ist die Dickenrichtung des Mehrschichtkon-
densators A1. Die x-Richtung ist in der Draufsicht
(siehe Fig. 2) des Mehrschichtkondensators A1 die
horizontale Richtung. Die y-Richtung ist in der Drauf-
sicht (siehe Fig. 2) des Mehrschichtkondensators A1
die vertikale Richtung. Ein Sinn (,sense®) der x-Rich-
tung wird als eine x1-Richtung bezeichnet, und der
andere Sinn der x-Richtung wird als eine x2-Richtung
bezeichnet. In ahnlicher Weise hierzu wird ein Sinn
der y-Richtung als eine y1-Richtung bezeichnet, und
der andere Sinn der y-Richtung wird als eine y2-
Richtung bezeichnet. Ferner wird ein Sinn der z-
Richtung als eine z1-Richtung bezeichnet, und der
andere Sinn der z-Richtung wird als eine z2-Richtung
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bezeichnet. In der nachstehenden Beschreibung
bedeutet ,in einer Draufsicht® eine Betrachtung ent-
lang der z-Richtung. Die z-Richtung ist ein Beispiel
der ,ersten Richtung®, die x-Richtung ist ein Beispiel
der ,zweiten Richtung®, und die y-Richtung ist ein
Beispiel der ,dritten Richtung®.

[0016] Das Laminat 1 kann ein rechteckiges Paral-
lelepiped sein. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, ist das
Laminat 1 in einer Draufsicht rechteckférmig, mit
einer kirzeren Seite entlang der x-Richtung und
einer langeren Seite entlang der y-Richtung. Das
Laminat 1 hat eine Vorderflache 101, eine Riickfla-
che 102 und eine Vielzahl von Seitenflachen 103
bis 106.

[0017] Die Vorderflache 101 und die Rickflache 102
sind in der z-Richtung voneinander beabstandet, wie
es in den Fig. 4 bis Fig. 8 gezeigt ist. Die Vorderfla-
che 101 weist in die z2-Richtung, und die Rickflache
102 weist in die z1-Richtung. Jede der Seitenflachen
103 bis 106 ist in der z-Richtung zwischen der Vor-
derflache 101 und der Rickflache 102 angeordnet
und ist mit der Vorderflache 101 und der Ruckflache
102 verbunden, wie es in den Fig. 4 bis Fig. 8 gezeigt
ist. Die Seitenflache 103 und die Seitenflache 104
sind in der x-Richtung voneinander beabstandet,
wie es in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist. Die Seitenfla-
che 103 weist in die x2-Richtung, und die Seitenfla-
che 104 weist in die x1-Richtung. Die Seitenflache
105 und die Seitenflache 106 sind in der y-Richtung
voneinander beabstandet, wie es in den Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigt ist. Die Seitenflache 105 weist in die
y2-Richtung, und die Seitenflache 106 weist in die
y1-Richtung. Die Seitenflache 103 ist ein Beispiel
der ,ersten Seitenflache®, und die Seitenflache 104
ist ein Beispiel der ,zweiten Seitenflache®.

[0018] Wie oben beschrieben, beinhaltet das Lami-
nat 1 eine Vielzahl von ersten Leiterschichten 2, eine
Vielzahl von zweiten Leiterschichten 3, eine Vielzahl
von dielektrischen Schichten 4 und eine Vielzahl von
isolierenden Schichten 5. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform beinhaltet das Laminat 1 drei erste Lei-
terschichten 2a bis 2c, drei zweite Leiterschichten 3a
bis 3¢, drei dielektrische Schichten 4a bis 4c und vier
isolierende Schichten 5a bis 5d, wie es in Fig. 8
gezeigt ist. Die Vielzahl von ersten Leiterschichten
2, die Vielzahl von zweiten Leiterschichten 3, die
Vielzahl von dielektrischen Schichten 4 und die Viel-
zahl von isolierenden Schichten 5 sind in der z-Rich-
tung Ubereinander bzw. aufeinander laminiert, und
zwar durch die nachstehend beschriebene Konfigu-
ration. Die Vielzahl von ersten Leiterschichten 2 und
die Vielzahl von zweiten Leiterschichten 3 sind
zusammen ein Beispiel ,einer Vielzahl von Leiter-
schichten®.

[0019] Die ersten Leiterschichten 2 kénnen aus Cu
hergestellt sein. Jede der ersten Leiterschichten 2
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kann eine Dicke von nicht weniger als 30 ym und
nicht mehr als 70 ym haben. Der Rand bzw. die
Kante (,edge®) von jeder ersten Leiterschicht 2 auf
der x2-Seite ist an der Seitenflache 103 freigelegt,
wie es in Fig. 8 gezeigt ist. Die Vielzahl von ersten
Leiterschichten 2 Uberlappen einander in einer
Draufsicht. Jede erste Leiterschicht 2 erstreckt sich
ausgehend von dem Rand des Laminats 1 auf der
x2-Seite in die x1-Richtung, und zwar in einer Drauf-
sicht, wie es in Fig. 9 gezeigt ist. Wie es in Fig. 9
gezeigt ist, wahrend der Rand von jeder ersten Lei-
terschicht 2 auf der x2-Seite an der Seitenflache 103
freigelegt ist, ist der Rand von jeder ersten Leiter-
schicht auf der xI-Seite an der Seitenflache 104
nicht freigelegt. Demzufolge ist der Rand von jeder
ersten Leiterschicht 2 auf der xI-Seite in einer Drauf-
sicht gegenlber der Seitenflache 104 in Richtung hin
zu dem Inneren des Laminats 1 versetzt. In einer
Draufsicht ist jede erste Leiterschicht 2 weder an
der Seitenflache 105 noch an der Seitenflache 106
freigelegt, wie es in Fig. 9 gezeigt ist. Demzufolge
ist in einer Draufsicht der Rand von jeder ersten Lei-
terschicht 2 auf der y1-Seite gegenuber der Seiten-
flache 106 hin zum Inneren des Laminats 1 versetzt,
und der Rand von jeder ersten Leiterschicht auf der
y2-Seite ist gegeniber der Seitenflache 105 hin zu
dem Inneren des Laminats 1 versetzt.

[0020] Wie es in Fig. 9 gezeigt ist, ist ein Isolator 29
in einer Draufsicht um jede der ersten Leiterschich-
ten 2 herum gebildet (mit Ausnahme des Randes auf
der x2-Seite). Genauer gesagt ist der Isolator 29
angeordnet zwischen jeder ersten Leiterschicht 2
und der Seitenflache 104, zwischen jeder ersten Lei-
terschicht 2 und der Seitenflache 105 und zwischen
jeder ersten Leiterschicht 2 und der Seitenflache
106. Der Isolator 29 ist das gleiche Material wie die
isolierenden Schichten 5, die nachstehend beschrie-
ben werden.

[0021] Die zweiten Leiterschichten 3 kénnen aus Cu
hergestellt sein. Jede der zweiten Leiterschichten 3
kann eine Dicke von nicht weniger als 30 ym und
nicht mehr als 70 pm haben. Der Rand von jeder
zweiten Leiterschicht 3 auf der xI-Seite ist an der Sei-
tenflache 104 freigelegt, wie es in Fig. 8 gezeigt ist.
Die Vielzahl von zweiten Leiterschichten 3 Uberlap-
pen einander in einer Draufsicht. Jede zweite Leiter-
schicht 3 erstreckt sich ausgehend von dem Rand
des Laminats 1 auf der xI-Seite in die x2-Richtung,
und zwar in einer Draufsicht, wie es in Fig. 11 gezeigt
ist. Wie es in Fig. 11 gezeigt ist, wahrend der Rand
von jeder zweiten Leiterschicht 3 auf der xI-Seite an
der Seitenflache 104 freigelegt ist, ist der Rand von
jeder zweiten Leiterschicht auf der x2-Seite nicht an
der Seitenflache 103 freigelegt. Demzufolge ist in
einer Draufsicht der Rand von jeder zweiten Leiter-
schicht 3 auf der x2-Seite gegentiber der Seitenfla-
che 103 hin zu dem Inneren des Laminats 1 versetzt.
Wie es in Fig. 11 gezeigt ist, ist jede zweite Leiter-
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schicht 3 weder an der Seitenflache 105 noch an
der Seitenflache 106 freigelegt. Demzufolge ist in
einer Draufsicht der Rand von jeder zweiten Leiter-
schicht 3 auf der y1-Seite gegenuber der Seitenfla-
che 106 hin zu dem Inneren des Laminats 1 versetzt,
und der Rand von jeder zweiten Leiterschicht auf der
y2-Seite ist gegeniber der Seitenflache 105 hin zu
dem Inneren des Laminats 1 versetzt.

[0022] Wie esin Fig. 11 gezeigtist, istin einer Drauf-
sicht ein Isolator 39 um jede der zweiten Leiter-
schichten 3 herum gebildet (mit der Ausnahme des
Randes auf der xI-Seite). Genauer gesagt ist der Iso-
lator 39 angeordnet zwischen jeder zweiten Leiter-
schicht 3 und der Seitenflache 103, zwischen jeder
zweiten Leiterschicht 3 und der Seitenflache 105
und zwischen jeder zweiten Leiterschicht 3 und der
Seitenflache 106. Der lIsolator 39 ist das gleiche
Material wie der Isolator 29. Das heif}t, der Isolator
39 ist das gleiche Material wie die isolierenden
Schichten 5, die spater beschrieben werden.

[0023] Die Vielzahl von ersten Leiterschichten 2 und
die Vielzahl von zweiten Leiterschichten 3 Uberlap-
pen einander teilweise in einer Draufsicht. Wenn
der Mehrschichtkondensator A1 mit Energie versorgt
wird (,is energized®), haben die ersten Leiterschich-
ten 2 und die zweiten Leiterschichten 3 zueinander
entgegengesetzte Polaritaten (,mutually opposite
polarities®).

[0024] Jede der dielektrischen Schichten 4 ist sand-
wich-artig zwischen einer ersten Leiterschicht 2 und
einer zweiten Leiterschicht 3 aufgenommen. In dem
in Fig. 8 gezeigten Beispiel ist die dielektrische
Schicht 4a sandwich-artig zwischen der ersten Lei-
terschicht 2a und der zweiten Leiterschicht 3a aufge-
nommen. Die dielektrische Schicht 4b ist sandwich-
artig zwischen der zweiten Leiterschicht 3b und der
ersten Leiterschicht 2b aufgenommen. Die dielektri-
sche Schicht 4c ist sandwich-artig zwischen der ers-
ten Leiterschicht 2c und der zweiten Leiterschicht 3c
aufgenommen. Wie es in Fig. 10 gezeigt ist, ist in
einer Draufsicht jede dielektrische Schicht 4 konti-
nuierlich bzw. durchgehend von dem Rand auf der
xl-Seite hin zu dem Rand auf der x2-Seite des Lami-
nats 1 gebildet, und ist auch kontinuierlich bzw.
durchgehend ausgehend von dem Rand auf der y1-
Seite hin zu dem Rand auf der y2-Seite des Laminats
1 ausgebildet. Jede dielektrische Schicht 4 kann aus
einem filmartigen Harzmaterial wie einem Polymer-
film hergestellt sein, um ein Beispiel zu nennen.
Das Material von jeder dielektrischen Schicht 4 ist
nicht auf ein filmartiges Harzmaterial eingeschrankt,
und andere Materialien mit einer relativen Permittivi-
tat bzw. relativen Dielektrizitatskonstante von gréRer
als 1 kénnen verwendet werden. Beispiele eines
derartigen Materials beinhalten Keramik, die haupt-
sachlich aufgebaut ist aus einem Metalloxid-Perovs-
kit-Verbund. Jede dielektrische Schicht 4 kann eine
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Dicke von nicht weniger als 8 ym und nicht mehr als
25 ym haben.

[0025] Die isolierenden Schichten 5 kénnen aus
einem Prepreg hergestellt sein. Jede der isolieren-
den Schichten 5 isoliert zwei erste Leiterschichten 2
oder zwei zweite Leiterschichten 3 gegeneinander,
die in der z-Richtung in Kontakt sind mit gegenuiber-
liegenden Flachen der isolierenden Schicht. Die iso-
lierenden Schichten 5 haben eine niedrigere dielekt-
rische Festigkeit als die dielektrischen Schichten 4.
Jede isolierende Schicht 5 funktioniert auch als eine
Klebstoffschicht (,adhesive layer®) fir die zwei ersten
Leiterschichten 2 oder die zwei zweiten Leiterschich-
ten 3, die in der z-Richtung in Kontakt sind mit gegen-
Uberliegenden Flachen der isolierenden Schicht.
Jede isolierende Schicht 5 kann eine Dicke von
nicht weniger als 40 ym und von nicht mehr als 100
um haben.

[0026] Wie es in Fig. 8 gezeigt ist, beinhaltet die
Vielzahl von isolierenden Schichten 5 eine, die sand-
wich-artig zwischen zwei ersten Leiterschichten 2
angeordnet ist, und zwar zwischen zwei dielektri-
schen Schichten 4, die in der z-Richtung benachbart
sind, und beinhaltet eine, die sandwich-artig zwi-
schen zwei zweiten Leiterschichten 3 aufgenommen
sind, und zwar zwischen zwei dielektrischen Schich-
ten 4, die in der z-Richtung benachbart zueinander
sind. Wie es in Fig. 8 gezeigt ist, beinhaltet die Viel-
zahl von isolierenden Schichten 5 ferner eine, die
zwischen dem Paar von externen Elektroden 61, 62
(vordere Bedeckungsabschnitte 612, 622, die spater
beschrieben werden), die auf der Vorderflache 101
des Laminats 1 gebildet sind, und einer ersten Leiter-
schicht 2 sandwich-artig aufgenommen ist, und bein-
haltet eine, die zwischen dem Paar von externen
Elektroden 61, 62 (rlckseitige Bedeckungsab-
schnitte 613, 623, die spater beschrieben werden),
die auf der Riickflache 102 des Laminats 1 gebildet
sind, und einer zweiten Leiterschicht 3 sandwich-
artig aufgenommen ist. Bei dem in Fig. 8 gezeigten
Beispiel ist die isolierende Schicht 5a die Oberfla-
chenschicht des Laminats 1 auf der z2-Seite und ist
sandwich-artig aufgenommen zwischen den spater
beschriebenen vorderseitigen Bedeckungsabschnit-
ten 612, 622 und der ersten Leiterschicht 2a. Die iso-
lierende Schicht 5b ist sandwich-artig aufgenommen
zwischen der zweiten Leiterschicht 3a und der zwei-
ten Leiterschicht 3b, und zwar zwischen zwei dielekt-
rischen Schichten 4a und 4b. Die isolierende Schicht
5c ist sandwich-artig aufgenommen zwischen der
ersten Leiterschicht 2b und der ersten Leiterschicht
2c¢, und zwar zwischen zwei dielektrischen Schichten
4b und 4c. Die isolierende Schicht 5d ist die Oberfla-
chenschicht des Laminats 1 auf der z1-Seite und ist
sandwich-artig aufgenommen zwischen den riicksei-
tigen Bedeckungsabschnitten 613, 623, die spater
beschrieben werden, und der zweiten Leiterschicht
3c.
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[0027] In dem Laminat 1 sind eine erste Einheit, die
aufgebaut ist durch eine erste Leiterschicht 2, eine
dielektrische Schicht 4 und eine zweite Leiterschicht
3, die in dieser Reihenfolge Ubereinander laminiert
sind, und eine zweite Einheit, die aufgebaut ist
durch eine zweite Leiterschicht 3, eine dielektrische
Schicht 4 und eine erste Leiterschicht 2, die in dieser
Reihenfolge ausgehend von der z2-Seite hin zu der
z1-Seite Ubereinander laminiert sind, in der z-Rich-
tung abwechselnd bzw. alternierend Ubereinander
angeordnet (,alternately superimposed), und zwar
Uber eine isolierende Schicht 5 bzw. mit einer isolier-
enden Schicht dazwischen. Die Anzahl von jeder der
ersten Einheiten und der zweiten Einheiten ist nicht
eingeschrankt, und die Anzahl von ersten Einheiten
und die Anzahl von zweiten Einheiten muss nicht not-
wendigerweise die gleiche sein. Bei dem in Fig. 8
gezeigten Beispiel sind eine isolierende Schicht 5,
eine erste Einheit, eine isolierende Schicht 5, eine
zweite Einheit, eine isolierende Schicht 5, eine erste
Einheit und eine isolierende Schicht 5 in dieser Rei-
henfolge Ubereinander angeordnet. Das heil’t, in
dem in Fig. 8 gezeigten Beispiel sind zwei erste Ein-
heiten und eine zweite Einheit Uber isolierende
Schichten 5 abwechselnd Ubereinander angeordnet.
Das Laminat 1 ist nicht auf die obige Laminierungs-
struktur eingeschrankt und kann derart konfiguriert
sein, dass die Oberflachenschichten auf gegenuber-
liegenden Seiten in der z-Richtung dielektrische
Schichten 4 sind.

[0028] In dem Laminat 1 sind die Abmessungen von
jeder Schicht (die ersten Leiterschichten 2, die zwei-
ten Leiterschichten 3, die dielektrischen Schichten 4
und die isolierenden Schichten 5) in der x-Richtung,
der y-Richtung und der z-Richtung, das Bestandsteil-
material bzw. Aufbaumaterial (,constituent material®)
von jeder Schicht und die Anzahl von Schichten nicht
besonders eingeschrankt, und kénnen nach Zweck-
mafigkeit gemal den Spezifikationen des Mehr-
schichtkondensators A1 (z.B. Kapazitat oder
Grole) geandert werden. Die Kapazitat C des Mehr-
schichtkondensators A1 wird berechnet durch C = g
‘€, - (S/d) - N [F] . Bei dieser Gleichung stellt ¢y die
Permittivitat im Vakuum dar, ¢, stellt die relative Per-
mittivitdt des Dielektrikums (jeder dielektrischen
Schicht 4) dar, S stellt die Flache der internen Elekt-
roden (die Regionen, wo sich jede erste Leiterschicht
2 und jede zweite Leiterschicht 3 in einer Draufsicht
Uberlappen) dar, d stellt die Distanz zwischen Elekt-
roden (zwischen jeder ersten Leiterschicht 2 und
jeder zweiten Leiterschicht 3) dar, und N stellt die
Anzahl von dielektrischen Schichten 4 dar. Aus der
obigen Gleichung ergibt sich, dass die Kapazitat
umso kleiner ist, je groRRer die trennende Entfernung
(,separation distance®) zwischen jeder ersten Leiter-
schicht 2 und jeder zweiten Leiterschicht 3 in der z-
Richtung ist (das heil3t die Dicke einer dielektrischen
Schicht 4). Je groler die relative Permittivitat der
dielektrischen Schichten ist, desto gréfRer ist die
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Kapazitat. Je grofRer die Flache in der Draufsicht von
jeder ersten Leiterschicht 2 und jeder zweiten Leiter-
schicht 3 ist, desto groRer ist die Kapazitat. Je grolier
die Anzahl von Schichten (das heil3t die Anzahl der
oben beschriebenen Einheiten) ist, desto gréRer ist
die Kapazitat.

[0029] Das Paar von externen Elektroden 61 und 62
sind gebildet, um Abschnitte der Vorderflache 101,
Abschnitte der Rickflache 102 und die Seitenflachen
103, 104 des Laminats 1 zu bedecken. Die externen
Elektroden 61 und 62 sind Terminals bzw.
Anschlisse des Mehrschichtkondensators A1. Die
externen Elektroden 61 und 62 sind voneinander
beabstandet und gegeneinander isoliert. Die exter-
nen Elektroden 61 und 62 kénnen aus Cu hergestellt
sein, sind jedoch nicht hierauf eingeschrankt. Die
externen Elektroden 61 und 62 kdnnen durch Plattie-
ren gebildet sein, sind jedoch nicht hierauf ein-
geschrankt.

[0030] Die externe Elektrode 61 ist eines der Ter-
minals des Mehrschichtkondensators A1. Die
externe Elektrode 61 beinhaltet einen seitlichen
Bedeckungsabschnitt 611, einen vorderseitigen
Bedeckungsabschnitt 612 und einen rickseitigen
Bedeckungsabschnitt 613. Der seitliche Bede-
ckungsabschnitt 611 bedeckt die Seitenflache 103,
wie es in den Fig. 1 bis Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 8
gezeigt ist. Der vorderseitige Bedeckungsabschnitt
612 bedeckt einen Abschnitt der Vorderflache 101,
wie es in den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 8
gezeigt ist. Der vorderseitige Bedeckungsabschnitt
612 ist an einem Abschnitt auf der x2-Seite der Vor-
derflache 101 gebildet, wie es in Fig. 2 gezeigt ist.
Der vorderseitige Bedeckungsabschnitt 612 ist mit
dem seitlichen Bedeckungsabschnitt 611 verbunden.
Der ruckseitige Bedeckungsabschnitt 613 bedeckt
einen Abschnitt der Rickflache 102, wie es in den
Fig. 3 bis Fig. 5 und Fig. 8 gezeigt ist. Der riickseitige
Bedeckungsabschnitt 613 ist an einem Abschnitt auf
der x2-Seite der Ruckflache 102 gebildet, wie es in
Fig. 3 gezeigt ist. Der riickseitige Bedeckungsab-
schnitt 613 ist mit dem seitlichen Bedeckungsab-
schnitt 611 verbunden. In dem in Fig. 8 gezeigten
Beispiel Uberlappen der vorderseitige Bedeckungs-
abschnitt 612 und der riickseitige Bedeckungsab-
schnitt 613 in einer Draufsicht nicht mit den zweiten
Leiterschichten 3. Es ist anzumerken, dass die
externe Elektrode 61 ferner Abschnitte beinhalten
kann, die mit dem seitlichen Bedeckungsabschnitt
611, dem vorderseitigen Bedeckungsabschnitt 612
und dem riickseitigen Bedeckungsabschnitt 613 ver-
bunden sind und die Abschnitte der Seitenflachen
105 und 106 bedecken. Die externe Elektrode 61
beinhaltet den vorderseitigen Bedeckungsabschnitt
612 und den riickseitigen Bedeckungsabschnitt 613
gegebenenfalls nicht.
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[0031] Wie oben erwahnt, ist ein Isolator 39 zwi-
schen der Seitenflache 103 und jeder zweiten Leiter-
schicht 3 angeordnet, derart, dass der Isolator 39
zwischen dem seitlichen Bedeckungsabschnitt 611
und jeder zweiten Leiterschicht 3 in der x-Richtung
vorhanden ist, wie es in Fig. 11 gezeigt ist. Demzu-
folge sind der seitliche Bedeckungsabschnitt 611 und
jede zweite Leiterschicht 3 durch den Isolator 39
gegeneinander isoliert. Da der seitliche Bedeckungs-
abschnitt 611 in Kontakt steht mit jeweiligen R&ndern
der ersten Leiterschichten 2 auf der x2-Seite, wie es
in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt ist, verbindet der seitliche
Bedeckungsabschnitt 611 die Vielzahl von ersten
Leiterschichten 2, die in der z-Richtung voneinander
beabstandet sind, elektrisch miteinander. Demzu-
folge haben die Vielzahl von ersten Leiterschichten
2 Uber den seitlichen Bedeckungsabschnitt 611 das
gleiche Potential. Der seitliche Bedeckungsabschnitt
611 ist ein Beispiel einer ,ersten Seitenelektrode®.

[0032] Die externe Elektrode 62 ist das andere Ter-
minal des Mehrschichtkondensators A1. Die externe
Elektrode 62 beinhaltet einen seitlichen Bede-
ckungsabschnitt 621, einen vorderseitigen Bede-
ckungsabschnitt 622 und einen ruckseitigen Bede-
ckungsabschnitt 623. Der seitliche
Bedeckungsabschnitt 621 bedeckt die Seitenflache
104, wie es in den Fig. 2 bis Fig. 6 und Fig. 8 gezeigt
ist. Der vorderseitige Bedeckungsabschnitt 622
bedeckt einen Abschnitt der Vorderflache 101, wie
es in den Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 8 gezeigt
ist. Der vorderseitige Bedeckungsabschnitt 622 ist
an einem Abschnitt auf der xI-Seite der Vorderflache
101 gebildet und ist von dem vorderseitigen Bede-
ckungsabschnitt 612 (externe Elektrode 61) beab-
standet, wie es in Fig. 2 gezeigt ist. Der vorderseitige
Bedeckungsabschnitt 622 ist mit dem seitlichen
Bedeckungsabschnitt 621 verbunden. Der riicksei-
tige Bedeckungsabschnitt 623 bedeckt einen
Abschnitt der Ruckflache 102, wie es in den Fig. 3
bis Fig. 5 und Fig. 8 gezeigt ist. Der riickseitige
Bedeckungsabschnitt 623 ist an einem Abschnitt
auf der xI-Seite der Riickflache 102 gebildet und ist
von dem rlckseitigen Bedeckungsabschnitt 613
(externe Elektrode 61) beabstandet. Der riickseitige
Bedeckungsabschnitt 623 ist mit dem seitlichen
Bedeckungsabschnitt 621 verbunden. In dem in
Fig. 8 gezeigten Beispiel Uberlappen der vordersei-
tige Bedeckungsabschnitt 622 und der rickseitige
Bedeckungsabschnitt 623 in einer Draufsicht nicht
mit den ersten Leiterschichten 2. Es ist anzumerken,
dass die externe Elektrode 62 ferner Abschnitte ent-
halten kann, die mit dem seitlichen Bedeckungsab-
schnitt 621, dem vorderseitigen Bedeckungsab-
schnitt 622 und dem ruckseitigen
Bedeckungsabschnitt 623 verbunden sind und die
Abschnitte der Seitenflachen 105 und 106 bedecken.
Die externe Elektrode 62 enthalt den vorderseitigen
Bedeckungsabschnitt 622 und den rickseitigen
Bedeckungsabschnitt 623 gegebenenfalls nicht.
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[0033] Wie zuvor erwahnt, ist ein Isolator 29 zwi-
schen der Seitenflache 104 und jeder ersten Leiter-
schicht 2 angeordnet, so dass der Isolator 29 in der x-
Richtung zwischen dem seitlichen Bedeckungsab-
schnitt 621 und jeder ersten Leiterschicht 2 existiert
bzw. vorhanden ist, wie es in Fig. 9 gezeigt ist. Dem-
zufolge sind der seitliche Bedeckungsabschnitt 621
und jede erste Leiterschicht 2 mittels des Isolators
29 voneinander isoliert. Da der seitliche Bede-
ckungsabschnitt 621 in Kontakt mit jeweiligen Ran-
dern der zweiten Leiterschichten 3 auf der x1-Seite
steht, wie es in den Fig. 8 und Fig. 11 gezeigt ist,
verbindet der seitliche Bedeckungsabschnitt 621 die
Vielzahl von zweiten Leiterschichten 3, die in der z-
Richtung voneinander beabstandet sind, elektrisch
miteinander. Demzufolge haben die Vielzahl von
zweiten Leiterschichten 3 Uber den seitlichen Bede-
ckungsabschnitt 621 das gleiche Potential. Der seit-
liche Bedeckungsabschnitt 621 ist ein Beispiel einer
,zweiten Seitenelektrode”.

[0034] Die Wirkungen und Vorteile des Mehrschicht-
kondensators A1 sind nachstehend beschrieben.

[0035] Bei dem Mehrschichtkondensator A1 ist jede
der dielektrischen Schichten 4 in der z-Richtung
sandwich-artig aufgenommen zwischen einer ersten
Leiterschicht 2 und einer zweiten Leiterschicht 3. Die
Vielzahl von isolierenden Schichten 5 beinhalten
eine, die sandwich-artig aufgenommen ist zwischen
zwei ersten Leiterschichten 2 (z.B. die ersten Leiter-
schichten 2b und 2c) zwischen zwei dielektrischen
Schichten 4, die in der z-Richtung benachbart zuei-
nander sind (z.B. die dielektrischen Schichten 4b und
4c), beinhalten wahrenddessen aber auch eine, die
sandwich-artig aufgenommen ist zwischen zwei
zweiten Leiterschichten 3 (z.B. die zweiten Leiter-
schichten 3a und 3b) zwischen zwei dielektrischen
Schichten 4, die in der z-Richtung benachbart zuei-
nander sind (z.B. die dielektrischen Schichten 4a und
4b). Die isolierenden Schichten 5 haben eine niedrig-
ere dielektrische Festigkeit als die dielektrischen
Schichten 4. Bei einer derartigen Konfiguration ist
jede dielektrische Schicht 4 sandwich-artig aufge-
nommen zwischen Leiterschichten mit unterschiedli-
chen Potentialen (einer ersten Leiterschicht 2 und
einer zweiten 3), und jede isolierende Schicht 5 ist
sandwich-artig aufgenommen zwischen zwei Leiter-
schichten mit dem gleichen Potential (zwei erste Lei-
terschichten 2 oder zwei zweite Leiterschichten 3).
Wenn demzufolge eine Potentialdifferenz zwischen
den ersten Leiterschichten 2 und den zweiten Leiter-
schichten 3 wahrend der Versorgung des Mehr-
schichtkondensators A1 mit Energie erzeugt wird,
wird an die dielektrischen Schichten 4 in der Dicken-
richtung (z-Richtung) eine Spannung angelegt, die
jedoch nicht an die isolierenden Schichten 5 in der
Dickenrichtung (z-Richtung) angelegt wird. Es ist
demzufolge nicht notwendig, die Stehspannung
(,withstand voltage®) (dielektrische Festigkeit) der
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isolierenden Schichten 5 zu kompensieren. Das
heif3t, der Mehrschichtkondensator A1 kann eine
Reduktion der dielektrischen Festigkeit verhindern.

[0036] Bei dem Mehrschichtkondensator A1 kénnen
die dielektrischen Schichten 4 ein Harzmaterial sein,
und die isolierenden Schichten 5 kénnen ein Prepreg
sein. Herkdmmliche Mehrschichtkondensatoren
beinhalten Keramikkondensatoren mit dielektrischen
Schichten, die aus Keramik hergestellt sind. Keramik
bricht bzw. reif3t leicht aufgrund einer Spannung wie
einer thermischen Spannung (,thermal stress®), und
zwar aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften.
Demzufolge kann in  Keramikkondensatoren
Warme, die wahrend der Energieversorgung bzw.
Spannungsversorgung erzeugt wird, einen Ausfall
bzw. einen Bruch wie Risse in den dielektrischen
Schichten 4 hervorrufen. Ein derartiger Ausfall bzw.
ein derartiger Bruch reduziert die dielektrische Fes-
tigkeit der dielektrischen Schichten 4. Im Gegensatz
hierzu verhindert der Mehrschichtkondensator A1
der vorliegenden Offenbarung, dessen dielektrische
Schichten 4 nicht aus Keramik hergestellt sind, eine
Rissbildung aufgrund einer thermischen Spannung.
Demzufolge kann der Mehrschichtkondensator A1
eine Reduktion der dielektrischen Festigkeit verhin-
dern.

[0037] Bei dem Mehrschichtkondensator A1 sind
der Rand auf der y1-Seite und der Rand auf der y2-
Seite von jeder ersten Leiterschicht 2 von dem Isola-
tor 29 bedeckt. Ferner ist der Rand auf der y1-Seite
und der Rand auf der y2-Seite von jeder zweiten Lei-
terschicht 3 mit dem Isolator 39 bedeckt. Bei einer
derartigen Konfiguration sind die ersten Leiterschich-
ten 2 und die zweiten Leiterschichten 3 nicht an den
Seitenflachen 105 und 106 des Laminats 1 freigelegt.
Dies verhindert einen nicht beabsichtigten Kurz-
schluss zwischen einer ersten Leiterschicht 2 und
einer zweiten Leiterschicht 3 an der seitlichen Flache
105 oder 106.

<Zweite Ausfiihrungsform>

[0038] Die Fig. 13 bis Fig. 24 zeigen einen Mehr-
schichtkondensator A2 gemal einer zweiten Aus-
fuhrungsform.

[0039] Fig. 13 ist eine perspektivische Ansicht des
Mehrschichtkondensators A2. Fig. 14 ist eine Drauf-
sicht des Mehrschichtkondensators A2. Fig. 15 ist
eine Bodenansicht des Mehrschichtkondensators
A2. Fig. 16 ist eine Vorderansicht des Mehrschicht-
kondensators A2. Fig. 17 ist eine Rickansicht des
Mehrschichtkondensators A2. Fig. 18 ist eine links-
seitige Ansicht des Mehrschichtkondensators A2.
Fig. 19 ist eine rechtsseitige Ansicht des Mehr-
schichtkondensators A2. Fig. 20 ist eine Schnittan-
sicht entlang einer Linie XX-XX in Fig. 14. Fig. 21
ist eine Draufsicht, die eine jeweilige erste Leiter-
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schicht 2 gemaR der zweiten Ausfuhrungsform zeigt.
Fig. 22 ist eine Draufsicht, die eine jeweilige dielekt-
rische Schicht 4 gemal der zweiten Ausfuhrungs-
form zeigt. Fig. 23 ist eine Draufsicht, die eine jewei-
lige zweite Leiterschicht 3 gemalR der zweiten
Ausfuhrungsform zeigt. Fig. 24 ist eine Draufsicht,
die eine jeweilige isolierende Schicht 5 gemal der
zweiten Ausfuihrungsform zeigt.

[0040] Wie es in Fig. 13 gezeigt ist, ist der Mehr-
schichtkondensator A2 ein rechteckformiger Parallel-
epiped, und zwar wie der Mehrschichtkondensator
A1. Im Gegensatz zu dem Mehrschichtkondensator
A1 ist der Mehrschichtkondensator A2 jedoch in
einer Draufsicht rechteckférmig, und zwar mit einer
kirrzeren Seite entlang der x-Richtung und einer lan-
geren Seite entlang der y-Richtung. Mit der Aus-
nahme von diesem Unterschied haben das Laminat
1 (die ersten Leiterschichten 2, die zweiten Leiter-
schichten 3, die dielektrischen Schichten 4 und die
isolierenden Schichten 5) und das Paar von externen
Elektroden 61 und 62, bei denen es sich um die
Bestandsteilelemente des Mehrschichtkondensators
A2 handelt, die gleiche Konfiguration wie jene des
Mehrschichtkondensators A1.

[0041] Bei dem Mehrschichtkondensator A2 ist wie
bei dem Mehrschichtkondensator A1 jede der
dielektrischen Schichten 4 in der z-Richtung sand-
wich-artig aufgenommen zwischen einer ersten Lei-
terschicht 2 und einer zweiten Leiterschicht 3. Die
Vielzahl von isolierenden Schichten 5 beinhalten
eine solche, die sandwich-artig aufgenommen ist
zwischen zwei ersten Leiterschichten 2 (z.B. die ers-
ten Leiterschichten 2b und 2c), und eine solche, die
sandwich-artig aufgenommen ist zwischen zwei
zweiten Leiterschichten 3 (z.B. die zweiten Leiter-
schichten 3a und 3b). Wenn demzufolge eine Poten-
tialdifferenz zwischen den ersten Leiterschichten 2
und den zweiten Leiterschichten 3 erzeugt wird,
wird eine Spannung in der Dickenrichtung (z-Rich-
tung) an die dielektrischen Schichten 4 angelegt,
wird jedoch nicht an die isolierenden Schichten 5 in
der Dickenrichtung (z-Richtung) angelegt. Es ist
demzufolge nicht notwendig, die Stehspannung
(dielektrische Festigkeit) der isolierenden Schichten
5 zu kompensieren. Das heil3t, der Mehrschichtkon-
densator A2 kann eine Verringerung der dielektri-
schen Festigkeit verhindern. Der Mehrschichtkon-
densator A2 hat auch die gleichen anderen Vorteile
wie der oben beschriebene Mehrschichtkondensator
Al.

[0042] Der Mehrschichtkondensator gemaf der vor-
liegenden Offenbarung ist nicht auf die vorstehenden
Ausfiihrungsformen eingeschrankt. Die genaue Kon-
figuration von jedem Teil des Mehrschichtkondensa-
tors gemaR der vorliegenden Offenbarung kann auf
viele unterschiedliche Arten hinsichtlich der Kon-
struktion verandert werden.
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Patentanspriiche

1.  Mehrschichtkondensator mit:
einem Laminat, das eine Vorderflache und eine
Ruckflache aufweist, die in einer ersten Richtung
voneinander weg weisen, wobei das Laminat auch
eine erste Seitenflache und eine zweite Seitenflache
aufweist, die in einer zweiten Richtung voneinander
weg weisen, die orthogonal ist zu der ersten Rich-
tung;
einer ersten Seitenelektrode, die die erste Seitenfla-
che bedeckt; und
einer zweiten Seitenelektrode, die die zweite Seiten-
flache bedeckt,
wobei das Laminat eine laminierte Struktur in der
ersten Richtung aufweist, die eine Vielzahl von Lei-
terschichten, eine Vielzahl von dielektrischen
Schichten und eine Vielzahl von isolierenden
Schichten beinhaltet,
wobei die Vielzahl von Leiterschichten erste Leiter-
schichten und zweite Leiterschichten aufweisen, die
voneinander in der ersten Richtung beabstandet
sind,
wobei jede der ersten Leiterschichten mit der ersten
Seitenelektrode verbunden und von der zweiten Sei-
tenelektrode beabstandet ist,
wobei jede der zweiten Leiterschichten mit der zwei-
ten Seitenelektrode verbunden und von der ersten
Seitenelektrode beabstandet ist,
wobei die Vielzahl von isolierenden Schichten eine
niedrigere dielektrische Festigkeit haben als die
Vielzahl von dielektrischen Schichten,
wobei jede der Vielzahl von dielektrischen Schichten
sandwich-artig aufgenommen ist zwischen einer der
ersten Leiterschichten und einer der zweiten Leiter-
schichten, und
wobei die Vielzahl von isolierenden Schichten eine
solche beinhalten, die sandwich-artig aufgenommen
ist zwischen zwei der ersten Leiterschichten zwi-
schen zwei der dielektrischen Schichten, die in der
ersten Richtung benachbart zueinander sind, wohin-
gegen die Vielzahl von isolierenden Schichten auch
eine solche beinhalten, die sandwich-artig aufge-
nommen ist zwischen zwei der zweiten Leiterschich-
ten zwischen zwei der dielektrischen Schichten, die
in der ersten Richtung benachbart zueinander sind.

2. Mehrschichtkondensator nach Anspruch 1,
wobei jede der Vielzahl von dielektrischen Schichten
in Kontakt steht mit der ersten Seitenelektrode und
der zweiten Seitenelektrode.

3. Mehrschichtkondensator nach Anspruch 2,
wobei jede der Vielzahl von dielektrischen Schichten
in einer dritten Richtung durchgehend von einem
Rand zu einem anderen Rand des Laminats ausge-
bildet ist, die orthogonal ist zu der ersten Richtung
und zu der zweiten Richtung.

4. Mehrschichtkondensator nach einem beliebi-
gen der Anspruche 1 bis 3, ferner mit einem Isolator,
der in der zweiten Richtung zwischen den ersten
Leiterschichten und der zweiten Seitenelektrode
angeordnet ist, wobei der Isolator und die Vielzahl
von isolierenden Schichten aus dem gleichen Mate-
rial hergestellt sind.

5. Mehrschichtkondensator nach einem beliebi-
gen der Anspriiche 1 bis 4, ferner mit einem weite-
ren Isolator, der in der zweiten Richtung zwischen
den zweiten Leiterschichten und der ersten Seiten-
elektrode angeordnet ist, wobei der weitere Isolator
und die Vielzahl von isolierenden Schichten aus
dem gleichen Material hergestellt sind.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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